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1．背景と研究目的 

 金属の剛性と樹脂の柔軟性を併せ持つ金属樹脂接合部品は，部品の信頼性向上や部品点数の削減など

の観点から自動車部品などにおいて注目を集めている。金属と樹脂を接合させる方法の一つに，金属表

面をレーザなどで粗化した金属試験片に溶融樹脂を射出成形で粗化表面に被せる成形方法がある。本研

究では，ガラス繊維強化樹脂が粗化された金属表面にどの程度浸透しているのかについて，放射光 X 線

CT による解析を実施した。 
 
2．実験内容 

アルミ試験片として A5052 番のアルミ合金を使用し，レーザにて表面を削り取ることで粗化した。樹

脂は，ポリスチレンを使用した。アルミ試験片と樹脂の大きさは 10 × 45 × 1.5 mm3と 10 × 45 mm × 3 mm3

である。接合部分は端から 5 mm までの 5 × 10 mm2の領域が接合されている。そのため接合試験片の全

長は 85 mm となる。アルミ試験片の粗化部に特殊な高分子を塗布して乾燥したのち，アルミ試験片を金

型内に固定し，溶融した樹脂を射出することで，接合させた。倍率 5 倍の X 線 CT 撮影を行うために，

1 × 1 × 10 mm3に試料を切り出した。 
 
3．結果および考察 

 図１に撮影した金属樹脂接合試験片の X 線 CT 画像を示す。下部がアルミ合金で，上部がポリスチレ

ン樹脂である。樹脂と金属との間には隙間ができており，一部接合が完全にできていないことがわかっ

た。特殊高分子を金属粗化面に塗布した際に生じたボイドが射出成形時にも潰されずに残っていた可能

性がある。今後はそれぞれの工程毎に X 線 CT を撮影し，ボイドがいつ生じたのかについて調べていき

たい。また，射出成形において金型温度や樹脂温度を特殊高分子に応じて変更することで，ボイドを消

滅させる方法を検討していく予定である。 
  
 

 
図１ 金属樹脂接合試験片のＸ線ＣＴ画像 
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